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DFx技术与方案的应用技术与方案的应用技术与方案的应用技术与方案的应用
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工艺质量基线工艺质量基线工艺质量基线工艺质量基线

电子产品质量电子产品质量电子产品质量电子产品质量

设计质量设计质量设计质量设计质量 制造质量制造质量制造质量制造质量

工艺质量技术基线工艺质量技术基线工艺质量技术基线工艺质量技术基线

物料质量物料质量物料质量物料质量设计工艺设计工艺设计工艺设计工艺 制造制造制造制造工艺工艺工艺工艺
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工艺质量基线工艺质量基线工艺质量基线工艺质量基线

工艺质量基线工艺质量基线工艺质量基线工艺质量基线（（（（规范规范规范规范/管理管理管理管理/评价评价评价评价）））） 支持层支持层支持层支持层

业务层业务层业务层业务层

执行层执行层执行层执行层

P
C
B
设设设设
计计计计

质质质质
量量量量
工工工工
程程程程
师师师师

DFx

工工工工
艺艺艺艺
工工工工
程程程程
师师师师

产产产产
品品品品
工工工工
程程程程
师师师师

产品导入产品导入产品导入产品导入 工艺试制工艺试制工艺试制工艺试制 监控监控监控监控/支持支持支持支持源源源源 终终终终

设设设设
计计计计

制制制制
造造造造
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物料因素物料因素物料因素物料因素:
1.BOM正确性
2.元器件的工艺质量
3.PCB的工艺质量
4.储存、配送管理
5.其它

设计因素设计因素设计因素设计因素:
1.组装方式（工艺流程）
2.元器件封装
3.元器件布局与密度设计
4.焊点可靠性和工艺性设计
5.PCB结构，材料及工艺设计

影响工艺质量的因素影响工艺质量的因素影响工艺质量的因素影响工艺质量的因素

工艺因素工艺因素工艺因素工艺因素:
1.钢网设计问题
2.印刷参数问题
3.回流/波峰等焊接问题
4.SMT/THT问题
5.其它等

现场因素现场因素现场因素现场因素:
1.操作规范性
2.工序控制
3.ESD管理
4.温湿度控制
5.5S等

工艺质量因素工艺质量因素工艺质量因素工艺质量因素

源源源源

终终终终
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工艺质量工艺质量工艺质量工艺质量-板级设计有哪些要求板级设计有哪些要求板级设计有哪些要求板级设计有哪些要求

�工艺路线

�PCB叠层

�PCB尺寸

�结构/拼板/辅助边要求

�基准点要求

�器件布局要求

�走线要求

�回流/波峰/压接/手插件等要求

�孔径设计要求

�阻焊设计要求

�表面外理要求

�ICT要求

�丝印设计要求

�产品特性要求

�输出文件的工艺要求

�其它或特殊设计要求

问题的分析和技术交流问题的分析和技术交流问题的分析和技术交流问题的分析和技术交流
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规则和工艺边界规则和工艺边界规则和工艺边界规则和工艺边界----越来越多越来越多越来越多越来越多

�来自设计师的电气规则来自设计师的电气规则来自设计师的电气规则来自设计师的电气规则
�不同的功能有不同的设计要求不同的功能有不同的设计要求不同的功能有不同的设计要求不同的功能有不同的设计要求
�不同的元件性能有不同的设计技巧不同的元件性能有不同的设计技巧不同的元件性能有不同的设计技巧不同的元件性能有不同的设计技巧

�来自来自来自来自PCB厂家的工艺限制厂家的工艺限制厂家的工艺限制厂家的工艺限制
�不同的加工设备有不同的加工能力不同的加工设备有不同的加工能力不同的加工设备有不同的加工能力不同的加工设备有不同的加工能力
�不同的制造工艺有不同的工艺要求不同的制造工艺有不同的工艺要求不同的制造工艺有不同的工艺要求不同的制造工艺有不同的工艺要求
�不同的不同的不同的不同的PCB材料有不同的加工工艺材料有不同的加工工艺材料有不同的加工工艺材料有不同的加工工艺

�来自生产组装的规则来自生产组装的规则来自生产组装的规则来自生产组装的规则
�不同的组装设备有不同的装配要求不同的组装设备有不同的装配要求不同的组装设备有不同的装配要求不同的组装设备有不同的装配要求
�不同的元件封装有不同的装配要求不同的元件封装有不同的装配要求不同的元件封装有不同的装配要求不同的元件封装有不同的装配要求

�来自测试师的要求来自测试师的要求来自测试师的要求来自测试师的要求
�不同的测试设备有不同的测试要求不同的测试设备有不同的测试要求不同的测试设备有不同的测试要求不同的测试设备有不同的测试要求
�不同的元件封装有不同的测试要求不同的元件封装有不同的测试要求不同的元件封装有不同的测试要求不同的元件封装有不同的测试要求

�来自机械结构师的要求来自机械结构师的要求来自机械结构师的要求来自机械结构师的要求
�不同的产品有不同总装工艺要求不同的产品有不同总装工艺要求不同的产品有不同总装工艺要求不同的产品有不同总装工艺要求
�不同总装流程有不同的设计要求不同总装流程有不同的设计要求不同总装流程有不同的设计要求不同总装流程有不同的设计要求

DFM分析平台与分析平台与分析平台与分析平台与CAD设计平台设计平台设计平台设计平台无关无关无关无关

DRC负担越来越重负担越来越重负担越来越重负担越来越重,
但依然包容不了所有规则但依然包容不了所有规则但依然包容不了所有规则但依然包容不了所有规则!!!

怎么办怎么办怎么办怎么办?

怎么办怎么办怎么办怎么办?
DFM工具工具工具工具!

Checklist 越来越长越来越长越来越长越来越长
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�检查规则检查规则检查规则检查规则：：：：

�电气电气电气电气,PCB生产生产生产生产,组装组装组装组装,测试测试测试测试,总装总装总装总装...

�检查内容检查内容检查内容检查内容：：：：

�ALL Checklist,DRC

�检查师条件检查师条件检查师条件检查师条件：：：：

�懂电气和工艺懂电气和工艺懂电气和工艺懂电气和工艺

�懂懂懂懂EDA或或或或CAM等工具等工具等工具等工具

�检查要求检查要求检查要求检查要求：：：：

�不能遗漏检查不能遗漏检查不能遗漏检查不能遗漏检查

�不能多次犯同一错误不能多次犯同一错误不能多次犯同一错误不能多次犯同一错误

�检查结果检查结果检查结果检查结果：：：：

�错误报告错误报告错误报告错误报告

�错误类型错误类型错误类型错误类型,位置及图片位置及图片位置及图片位置及图片

设计者面临的挑战设计者面临的挑战设计者面临的挑战设计者面临的挑战

心烦心烦心烦心烦

枯燥枯燥枯燥枯燥

头疼头疼头疼头疼

传统的设计方法和流程已无法解决当前的问题传统的设计方法和流程已无法解决当前的问题传统的设计方法和流程已无法解决当前的问题传统的设计方法和流程已无法解决当前的问题！！！！
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�工艺质量基线的因素
�板级系统有哪些工艺设计要求?
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�问题分析与交流
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�总结总结总结总结
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Valor提供的全面解决方案提供的全面解决方案提供的全面解决方案提供的全面解决方案

产品产品产品产品
研发研发研发研发
中心中心中心中心

工艺质量工艺质量工艺质量工艺质量
规则库规则库规则库规则库

Valor DFM

GerberGerber数据的分析处理数据的分析处理数据的分析处理数据的分析处理数据的分析处理数据的分析处理数据的分析处理数据的分析处理

PCBPCB裸板的制作裸板的制作裸板的制作裸板的制作裸板的制作裸板的制作裸板的制作裸板的制作

和测试分析和测试分析和测试分析和测试分析和测试分析和测试分析和测试分析和测试分析

Drill Drill 数据的分析处理数据的分析处理数据的分析处理数据的分析处理数据的分析处理数据的分析处理数据的分析处理数据的分析处理

PCB PCB 菲林片的制作菲林片的制作菲林片的制作菲林片的制作菲林片的制作菲林片的制作菲林片的制作菲林片的制作

PCB PCB 裸板的分析检测裸板的分析检测裸板的分析检测裸板的分析检测裸板的分析检测裸板的分析检测裸板的分析检测裸板的分析检测

OK

OK 生产程序和工生产程序和工生产程序和工生产程序和工生产程序和工生产程序和工生产程序和工生产程序和工

艺文件的制作艺文件的制作艺文件的制作艺文件的制作艺文件的制作艺文件的制作艺文件的制作艺文件的制作

AI/SMT AI/SMT 程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作

AOI/XAOI/X--Ray Ray 程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作

生产工艺文件制作生产工艺文件制作生产工艺文件制作生产工艺文件制作生产工艺文件制作生产工艺文件制作生产工艺文件制作生产工艺文件制作

Glue/SP Glue/SP 程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作

BOM
AVL分析分析分析分析

可制作性分析可制作性分析可制作性分析可制作性分析 报告报告报告报告

Design
For
Fabrication

可测试性分析可测试性分析可测试性分析可测试性分析 报告报告报告报告
Design
For
Testability

可
组
装
性
分
析

可
组
装
性
分
析

可
组
装
性
分
析

可
组
装
性
分
析

报
告

报
告
报
告
报
告

Design
For
Assembly

NG

NG

NG

测试治具和测试治具和测试治具和测试治具和测试治具和测试治具和测试治具和测试治具和

程序的制作程序的制作程序的制作程序的制作程序的制作程序的制作程序的制作程序的制作

ICT ICT 程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作

Fly Probe Fly Probe 程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作

PCB PCB 测试治具制作测试治具制作测试治具制作测试治具制作测试治具制作测试治具制作测试治具制作测试治具制作

CNC CNC 程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作程序制作

OK
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�导入导入导入导入DFx后的设计流程后的设计流程后的设计流程后的设计流程

器件布局器件布局器件布局器件布局器件布局器件布局器件布局器件布局

布线布线布线布线布线布线布线布线 编辑编辑编辑编辑编辑编辑编辑编辑

改变布局或库改变布局或库改变布局或库改变布局或库改变布局或库改变布局或库改变布局或库改变布局或库

批量生产批量生产批量生产批量生产批量生产批量生产批量生产批量生产

试样生产试样生产试样生产试样生产试样生产试样生产试样生产试样生产

加工输出加工输出加工输出加工输出加工输出加工输出加工输出加工输出

满意吗满意吗满意吗满意吗？？？？满意吗满意吗满意吗满意吗？？？？

加工变更加工变更加工变更加工变更

（（（（问题点问题点问题点问题点））））

加工变更加工变更加工变更加工变更

（（（（问题点问题点问题点问题点））））

来回修改来回修改来回修改来回修改来回修改来回修改来回修改来回修改
来回修改来回修改来回修改来回修改来回修改来回修改来回修改来回修改

避免浪费避免浪费避免浪费避免浪费!

不不不不

�传统的设计流程传统的设计流程传统的设计流程传统的设计流程

批量生产批量生产批量生产批量生产批量生产批量生产批量生产批量生产

试样生产试样生产试样生产试样生产试样生产试样生产试样生产试样生产

加工输出加工输出加工输出加工输出加工输出加工输出加工输出加工输出 DFx
网表分析网表分析网表分析网表分析

DFx
网表分析网表分析网表分析网表分析

DFx
装配分析装配分析装配分析装配分析

DFx
装配分析装配分析装配分析装配分析器件布局器件布局器件布局器件布局器件布局器件布局器件布局器件布局

布线布线布线布线布线布线布线布线
DFx

光板分析光板分析光板分析光板分析

DFx
光板分析光板分析光板分析光板分析

设计流程的改进设计流程的改进设计流程的改进设计流程的改进



Comprehensive PCB Engineering Solutions

T
im
e
 t
o
 m

a
r
k
e
t 
  
  
 T
im

e
 t
o
 v
o
lu
m
e
  
  
  
 T
im

e
 t
o
 v
a
lu
e

Valor为为为为PCB设计与制造提供全套解决方案设计与制造提供全套解决方案设计与制造提供全套解决方案设计与制造提供全套解决方案
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ODB++ 
数据交换模型数据交换模型数据交换模型数据交换模型

ODB++ 
数据交换模型数据交换模型数据交换模型数据交换模型

�提供全套完善的解决方案提供全套完善的解决方案提供全套完善的解决方案提供全套完善的解决方案

2 31

Valor解决三个维度的问题解决三个维度的问题解决三个维度的问题解决三个维度的问题
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Valor Enterprise 3000 DFx 解决方案解决方案解决方案解决方案

ERF规则管理规则管理规则管理规则管理

Enterprise3000

DFx报表报表报表报表

Check List

EDA File

DFx

Report
CAD/ODB++

•Mfg
•Prep•Procurement

Product Product 
Portfolio Portfolio 
Mgmt.Mgmt.

Direct Direct 
Materials Materials 
SourcingSourcing

Service Service 
and and 

RepairRepair

Customer Customer 
Needs Needs 
Mgmt.Mgmt.

Product Product 
Data Data 

Mgmt.Mgmt.

Collaborative Collaborative 
Product Product 
DesignDesign

Product Product 
Data Data 

Mgmt.Mgmt.

Collaborative Collaborative 
Product Product 
DesignDesign

BOM List

MF.NUM

REFCPN
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ERF规则管理器规则管理器规则管理器规则管理器

� IPC-SM-782
� IPC-7525
� IPC-TM-650
� IPC-A-610C
�100%可制造性仿真可制造性仿真可制造性仿真可制造性仿真

�三级彩色错误报告三级彩色错误报告三级彩色错误报告三级彩色错误报告
� DFM检测规则检测规则检测规则检测规则700+
�客户可自定义设置规则参数客户可自定义设置规则参数客户可自定义设置规则参数客户可自定义设置规则参数
�客户规则可灵活区分客户规则可灵活区分客户规则可灵活区分客户规则可灵活区分,保存保存保存保存
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BOM和和和和AVL数据的智能输入数据的智能输入数据的智能输入数据的智能输入

BOM清单清单清单清单

AVL清单清单清单清单 整合后的整合后的整合后的整合后的BOM

�支持多种支持多种支持多种支持多种BOM表或表或表或表或AVL
格式格式格式格式(xls,txt,asc…)
�支持多个支持多个支持多个支持多个BOM表或表或表或表或AVL
输入和合并输入和合并输入和合并输入和合并
�对特殊格式可客户化自对特殊格式可客户化自对特殊格式可客户化自对特殊格式可客户化自
定义定义定义定义
�软件会自动搜索已定义软件会自动搜索已定义软件会自动搜索已定义软件会自动搜索已定义
的格式模板的格式模板的格式模板的格式模板
�软件会自动解析元件数软件会自动解析元件数软件会自动解析元件数软件会自动解析元件数
量并校验量并校验量并校验量并校验
�软件会自动校验重复元软件会自动校验重复元软件会自动校验重复元软件会自动校验重复元
件的问题件的问题件的问题件的问题
�软件自动产生各项错误软件自动产生各项错误软件自动产生各项错误软件自动产生各项错误
报告报告报告报告

BOM管理器管理器管理器管理器:
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BOM&CAD的校验及元件封装的验证的校验及元件封装的验证的校验及元件封装的验证的校验及元件封装的验证

BOM&CAD校验报告校验报告校验报告校验报告
� 软件提供交互式视觉窗口软件提供交互式视觉窗口软件提供交互式视觉窗口软件提供交互式视觉窗口
� 在在在在CADCADCADCAD中存在中存在中存在中存在,,,,但不组装元件名及数量但不组装元件名及数量但不组装元件名及数量但不组装元件名及数量((((删删删删))))
� 在在在在BOMBOMBOMBOM中中中中,,,,但没有供应商料号的元件名但没有供应商料号的元件名但没有供应商料号的元件名但没有供应商料号的元件名（（（（改改改改））））
� 同一位置同一位置同一位置同一位置,,,,多个元件名多个元件名多个元件名多个元件名
� 在在在在BOMBOMBOMBOM中存在中存在中存在中存在,,,,但但但但CADCADCADCAD中不存在中不存在中不存在中不存在((((增增增增))))

元件封装的验证元件封装的验证元件封装的验证元件封装的验证
两种两种两种两种PACKAGEPACKAGEPACKAGEPACKAGE
的第一脚定的第一脚定的第一脚定的第一脚定
义不一义不一义不一义不一

设计焊盘不设计焊盘不设计焊盘不设计焊盘不
符合实物尺符合实物尺符合实物尺符合实物尺

寸寸寸寸

第一时间第一时间第一时间第一时间
精确验证精确验证精确验证精确验证
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真实元件库真实元件库真实元件库真实元件库VPL(Valor Parts Library)

� 40,000,000个以上的
元件库,支持将近几千家
元件供应商

�精确的元件3D数据(
长度,宽度,高度,倾斜度
等)

�精确的元件引脚数据
:数量,间距,焊盘尺寸等

�她是可制造性分析的

核心数据源

�她是替代料校验的依

据之一

�保持与业界新器件的

同步更新 5050位工程师在不断位工程师在不断位工程师在不断位工程师在不断位工程师在不断位工程师在不断位工程师在不断位工程师在不断

对应全球的新器件对应全球的新器件对应全球的新器件对应全球的新器件对应全球的新器件对应全球的新器件对应全球的新器件对应全球的新器件

VPL

CAD
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PCB板组装范畴板组装范畴板组装范畴板组装范畴

� 自动插件分析

� 元件分析

� 基准点分析

� 焊盘叠分析

� 引脚与焊盘分析

� 钢网层分析

� 测试点分析

PCB板制造范畴板制造范畴板制造范畴板制造范畴

� 钻孔分析

� 嵌入被动件

� 电源与接地分析

� 信号分析

� 丝印分析

� 阻焊分析

网表及网表及网表及网表及Bom验证验证验证验证

功能应用分类功能应用分类功能应用分类功能应用分类
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BOM

AVL

现象现象现象现象AAAA::::
连续隔离盘形成隔离连续隔离盘形成隔离连续隔离盘形成隔离连续隔离盘形成隔离

带带带带

后果后果后果后果::::
由于花盘被堵由于花盘被堵由于花盘被堵由于花盘被堵,,,,导致导致导致导致

信号被隔离信号被隔离信号被隔离信号被隔离,,,,形成开路现形成开路现形成开路现形成开路现
象象象象

A
现象现象现象现象B:B:B:B:

花盘被部分隔离盘所堵花盘被部分隔离盘所堵花盘被部分隔离盘所堵花盘被部分隔离盘所堵

后果后果后果后果::::
由于花盘只有一处能由于花盘只有一处能由于花盘只有一处能由于花盘只有一处能

正常导电正常导电正常导电正常导电,,,,影响此线路影响此线路影响此线路影响此线路
的正常导电性的正常导电性的正常导电性的正常导电性

B

现象现象现象现象C:C:C:C:
误删隔离盘误删隔离盘误删隔离盘误删隔离盘

后果后果后果后果::::
由于隔离盘被删由于隔离盘被删由于隔离盘被删由于隔离盘被删,,,,导导导导

致线路短路致线路短路致线路短路致线路短路

C

现象现象现象现象D:D:D:D:
两焊盘间距太小两焊盘间距太小两焊盘间距太小两焊盘间距太小

后果后果后果后果::::
过小的线宽过小的线宽过小的线宽过小的线宽,,,,现加现加现加现加

工工艺无法制作工工艺无法制作工工艺无法制作工工艺无法制作

D

示例示例示例示例1:裸板可制作性分析裸板可制作性分析裸板可制作性分析裸板可制作性分析-DFF

۩ 电源电源电源电源////地层的分析地层的分析地层的分析地层的分析

Design For Fabrication
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示例示例示例示例2: PCB可组装性分析可组装性分析可组装性分析可组装性分析-DFA

后果后果后果后果::::
导致设备无法识别或导致设备无法识别或导致设备无法识别或导致设备无法识别或

识别错误识别错误识别错误识别错误，，，，造成设备无造成设备无造成设备无造成设备无
法工作或错误运作法工作或错误运作法工作或错误运作法工作或错误运作

现象现象现象现象::::
识别基准点离线路识别基准点离线路识别基准点离线路识别基准点离线路

太近太近太近太近

后果后果后果后果::::
导致设备无法识别或导致设备无法识别或导致设备无法识别或导致设备无法识别或
识别错误识别错误识别错误识别错误，，，，造成设备造成设备造成设备造成设备
无法工作或错误运作无法工作或错误运作无法工作或错误运作无法工作或错误运作

现象现象现象现象::::
识别基准点被误印识别基准点被误印识别基准点被误印识别基准点被误印

锡膏锡膏锡膏锡膏

后果后果后果后果::::
由于两焊盘面积不由于两焊盘面积不由于两焊盘面积不由于两焊盘面积不

均均均均，，，，将导致吃锡拉力将导致吃锡拉力将导致吃锡拉力将导致吃锡拉力
不一形成墓碑不一形成墓碑不一形成墓碑不一形成墓碑

现象现象现象现象::::
两焊盘总体面积不两焊盘总体面积不两焊盘总体面积不两焊盘总体面积不

均均均均

后果后果后果后果::::
导致元件吃锡不导致元件吃锡不导致元件吃锡不导致元件吃锡不

足足足足，，，，形成虚焊形成虚焊形成虚焊形成虚焊

现象现象现象现象::::
焊盘小于元件本体焊盘小于元件本体焊盘小于元件本体焊盘小于元件本体

面积面积面积面积

BOM

AVL

۩ 识别基准点和回流焊的分析识别基准点和回流焊的分析识别基准点和回流焊的分析识别基准点和回流焊的分析

Design For Assembly
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BOM

AVL

示例示例示例示例3: PCB可组装性分析可组装性分析可组装性分析可组装性分析-DFA

后果后果后果后果::::
插完元件后在弯脚时插完元件后在弯脚时插完元件后在弯脚时插完元件后在弯脚时

损坏反面元件损坏反面元件损坏反面元件损坏反面元件

现象现象现象现象::::
插件的反面有插件的反面有插件的反面有插件的反面有SMDSMDSMDSMD

元件存在元件存在元件存在元件存在

后果后果后果后果::::
由于间距过小由于间距过小由于间距过小由于间距过小，，，，在波在波在波在波

峰焊易造成线路短路或峰焊易造成线路短路或峰焊易造成线路短路或峰焊易造成线路短路或
造成元件吃锡不均造成元件吃锡不均造成元件吃锡不均造成元件吃锡不均

现象现象现象现象::::
VIAVIAVIAVIA离焊盘太近离焊盘太近离焊盘太近离焊盘太近

۩ 插件组装和波峰焊的分析插件组装和波峰焊的分析插件组装和波峰焊的分析插件组装和波峰焊的分析

后果后果后果后果::::
过波峰焊时导致元过波峰焊时导致元过波峰焊时导致元过波峰焊时导致元

件引脚吃锡太多件引脚吃锡太多件引脚吃锡太多件引脚吃锡太多,,,,造成造成造成造成
短路或吃锡不均短路或吃锡不均短路或吃锡不均短路或吃锡不均

现象现象现象现象::::
波峰焊时缺少倒吸波峰焊时缺少倒吸波峰焊时缺少倒吸波峰焊时缺少倒吸

焊盘焊盘焊盘焊盘

后果后果后果后果::::
过波峰焊时由于元件高过波峰焊时由于元件高过波峰焊时由于元件高过波峰焊时由于元件高
度不一度不一度不一度不一，，，，导致矮元件脚导致矮元件脚导致矮元件脚导致矮元件脚
吃锡不足吃锡不足吃锡不足吃锡不足，，，，造成空焊或造成空焊或造成空焊或造成空焊或
虚焊或缺件虚焊或缺件虚焊或缺件虚焊或缺件

现象现象现象现象::::
两元件间距太近两元件间距太近两元件间距太近两元件间距太近

Design For Assembly
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示例示例示例示例4:PCB可测试性分析可测试性分析可测试性分析可测试性分析-DFT

Design For Testability

BOM

AVL

现象现象现象现象::::
测试点离测试点离测试点离测试点离VIAVIAVIAVIA太近太近太近太近

后果后果后果后果::::
由于间距过小由于间距过小由于间距过小由于间距过小,,,,测试测试测试测试
时时时时,,,,测试针将滑至测试针将滑至测试针将滑至测试针将滑至
VIA,VIA,VIA,VIA,导致测试不良导致测试不良导致测试不良导致测试不良

现象现象现象现象::::
测试点离元件太近测试点离元件太近测试点离元件太近测试点离元件太近

后果后果后果后果::::
由于间距过小由于间距过小由于间距过小由于间距过小,,,,导致导致导致导致
测试针断裂或损坏测试针断裂或损坏测试针断裂或损坏测试针断裂或损坏
元件元件元件元件

现象现象现象现象::::
此网络无测试点此网络无测试点此网络无测试点此网络无测试点

后果后果后果后果::::
此网络可能在测试此网络可能在测试此网络可能在测试此网络可能在测试
中漏测中漏测中漏测中漏测,,,,影响产品性影响产品性影响产品性影响产品性
能能能能

现象现象现象现象::::
测试点上有丝印测试点上有丝印测试点上有丝印测试点上有丝印

后果后果后果后果::::
此状况将严重影响此状况将严重影响此状况将严重影响此状况将严重影响
测试的稳定性或测测试的稳定性或测测试的稳定性或测测试的稳定性或测
试不良试不良试不良试不良

۩ 测试点的分析测试点的分析测试点的分析测试点的分析
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示例示例示例示例5:PCB信号质量分析信号质量分析信号质量分析信号质量分析-SQA(Netlist)

同一网络被分割线同一网络被分割线同一网络被分割线同一网络被分割线
分离分离分离分离

导致同一线路开路导致同一线路开路导致同一线路开路导致同一线路开路

现象现象现象现象:

后果后果后果后果::::

现象现象现象现象:

全部花盘被堵全部花盘被堵全部花盘被堵全部花盘被堵

后果后果后果后果::::

导致同一线路开路导致同一线路开路导致同一线路开路导致同一线路开路

现象现象现象现象:

丝印设计在铜箔层丝印设计在铜箔层丝印设计在铜箔层丝印设计在铜箔层

后果后果后果后果::::

由于由于由于由于”V”字字字字,导致导致导致导致

两网络短路两网络短路两网络短路两网络短路

۩ 物理数据与物理数据与物理数据与物理数据与CADCADCADCAD数据中网表比较数据中网表比较数据中网表比较数据中网表比较,,,,检查出开路及短路等检查出开路及短路等检查出开路及短路等检查出开路及短路等

Signal Quality Analysis

花盘恰好在分割线上花盘恰好在分割线上花盘恰好在分割线上花盘恰好在分割线上

现象现象现象现象:

后果后果后果后果::::

导致线路的开路导致线路的开路导致线路的开路导致线路的开路
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示例示例示例示例6:PCB信号质量分析信号质量分析信号质量分析信号质量分析-SQA

۩ 分叉分叉分叉分叉,,,,串扰串扰串扰串扰,,,,阻抗失配阻抗失配阻抗失配阻抗失配,,,,EMI((((考虑相邻电源考虑相邻电源考虑相邻电源考虑相邻电源////地层地层地层地层))))等等等等

现象现象现象现象:

后果后果后果后果::::

导致电源串扰导致电源串扰导致电源串扰导致电源串扰

叉分走线不符合要求叉分走线不符合要求叉分走线不符合要求叉分走线不符合要求

现象现象现象现象:

相邻层线路平行走线相邻层线路平行走线相邻层线路平行走线相邻层线路平行走线

后果后果后果后果::::

导致线路产生大量导致线路产生大量导致线路产生大量导致线路产生大量
的串扰的串扰的串扰的串扰

现象现象现象现象:

线路走线线宽不线路走线线宽不线路走线线宽不线路走线线宽不
一一一一，，，，内层覆铜不均内层覆铜不均内层覆铜不均内层覆铜不均

后果后果后果后果::::

导致线路的阻抗失配导致线路的阻抗失配导致线路的阻抗失配导致线路的阻抗失配
和信号畸变和信号畸变和信号畸变和信号畸变

Signal Quality Analysis

外层与内层大面积的外层与内层大面积的外层与内层大面积的外层与内层大面积的
铜箔距离太近铜箔距离太近铜箔距离太近铜箔距离太近

现象现象现象现象:

后果后果后果后果::::

导致电源干扰导致电源干扰导致电源干扰导致电源干扰
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HDI分析分析分析分析

�� 孔分析规则孔分析规则孔分析规则孔分析规则孔分析规则孔分析规则孔分析规则孔分析规则
�各项规则多达各项规则多达各项规则多达各项规则多达88条条条条
�普通通孔与普通通孔与普通通孔与普通通孔与VIA间的规则间的规则间的规则间的规则

�盲埋孔的各项规则盲埋孔的各项规则盲埋孔的各项规则盲埋孔的各项规则

�阻焊阻焊阻焊阻焊,微孔微孔微孔微孔,导体图形间的复杂规则导体图形间的复杂规则导体图形间的复杂规则导体图形间的复杂规则

High Density Interconnect
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与与与与EDA工具同步检查工具同步检查工具同步检查工具同步检查

Valor Tools

图象实时同步图象实时同步图象实时同步图象实时同步

� Cadence allegro
� Mentor
� Zuken

�设计软件设计软件设计软件设计软件:::: EDA Tools
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输出输出输出输出产品的三维图产品的三维图产品的三维图产品的三维图

� 以三维方式检查设计有无生产、
测试方面的问题

� 优先考虑以下装配问题：

� 防止头碰撞

� 验证可否维修操作

� 验证AOI/AXI头间距

� 验证探针可否到达

� 输出IDF文件给机械CAD，以
做空间干涉分析(尤其是高器件)
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输出输出输出输出HTML格式的格式的格式的格式的DFx报告报告报告报告

�可自定义公司模板可自定义公司模板可自定义公司模板可自定义公司模板
�可自定义输出内容可自定义输出内容可自定义输出内容可自定义输出内容
�可自定义修改报告背景可自定义修改报告背景可自定义修改报告背景可自定义修改报告背景
�提供详细报告资料提供详细报告资料提供详细报告资料提供详细报告资料

�类型类型类型类型
�位置位置位置位置
�坐标坐标坐标坐标
�真实图片真实图片真实图片真实图片
�错误信息错误信息错误信息错误信息
�修改等级修改等级修改等级修改等级
�状态追踪状态追踪状态追踪状态追踪
�时间时间时间时间…
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根据根据根据根据DFx报告实现在报告实现在报告实现在报告实现在EDA中的同步修改中的同步修改中的同步修改中的同步修改

同步修改同步修改同步修改同步修改

� Cadence allegro
� Mentor
� Zuken
� Protel DXP2004

HTML报告报告报告报告 EDA Tools
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目录目录目录目录

�工艺技术与流程工艺技术与流程工艺技术与流程工艺技术与流程

�什么是工艺质量基线？
�工艺质量基线的因素
�板级系统有哪些工艺设计要求?
�板工艺技术交流与问题分析
�设计人员有哪些困难

�Valor的的的的DFx解决方案解决方案解决方案解决方案

�设计流程
�软件平台介绍
�ERF规则管理器
�VPL实体库
�功能就用分类与示例
�交互设计
�报表输出

�Valor案例分析案例分析案例分析案例分析

�实例分析
�BOM验证
�网络分析
�光板分析
�装配分析
�问题分析与交流
�报表输出

�成功应用成功应用成功应用成功应用DFx企业企业企业企业
�技术服务团队技术服务团队技术服务团队技术服务团队
�总结总结总结总结
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案例分析案例分析案例分析案例分析

�BOMBOMBOMBOM验证验证验证验证
�网络分析网络分析网络分析网络分析
�光板分析光板分析光板分析光板分析
�装配分析装配分析装配分析装配分析
�问题分析与交流问题分析与交流问题分析与交流问题分析与交流
�报表输出报表输出报表输出报表输出

�BOMBOMBOMBOM验证验证验证验证
�网络分析网络分析网络分析网络分析
�光板分析光板分析光板分析光板分析
�装配分析装配分析装配分析装配分析
�问题分析与交流问题分析与交流问题分析与交流问题分析与交流
�报表输出报表输出报表输出报表输出

xxx实例分析xxx实例分析
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目录目录目录目录

�工艺技术与流程工艺技术与流程工艺技术与流程工艺技术与流程

�什么是工艺质量基线？
�工艺质量基线的因素
�板级系统有哪些工艺设计要求?
�板工艺技术交流与问题分析
�设计人员有哪些困难

�Valor的的的的DFx解决方案解决方案解决方案解决方案

�设计流程
�软件平台介绍
�ERF规则管理器
�VPL实体库
�功能就用分类与示例
�交互设计
�报表输出

�Valor案例分析案例分析案例分析案例分析

�实例分析
�BOM验证
�网络分析
�光板分析
�装配分析
�问题分析与交流
�报表输出

�成功应用成功应用成功应用成功应用DFx企业企业企业企业
�技术服务团队技术服务团队技术服务团队技术服务团队
�总结总结总结总结
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国际性知名用户国际性知名用户国际性知名用户国际性知名用户

DFx成功应用企业成功应用企业成功应用企业成功应用企业

更多更多更多更多…
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国内知名企业及军工研究所国内知名企业及军工研究所国内知名企业及军工研究所国内知名企业及军工研究所

CETC41

CETC10

CEC710

CETC30

CETC38

CETC26

CETC32

CETC54

CETC7

CETC14

DFx成功应用企业成功应用企业成功应用企业成功应用企业

更多更多更多更多…
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专业服务团队专业服务团队专业服务团队专业服务团队

技术服务培训点技术服务培训点技术服务培训点技术服务培训点:

۩上海上海上海上海

۩深圳深圳深圳深圳

工程技术人员工程技术人员工程技术人员工程技术人员:

�资深资深资深资深DFx工程师工程师工程师工程师

�资深资深资深资深ALE工程师工程师工程师工程师

�资深客户化队伍资深客户化队伍资深客户化队伍资深客户化队伍

�资深项目工程师资深项目工程师资深项目工程师资深项目工程师

�项目实施工程师项目实施工程师项目实施工程师项目实施工程师
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www.cybernet.sh.cn

Thank You!


